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(5) Einrichtung zum Laserloten von Mikrokontakten 

@ Einrichtung zum Laserloten von Mikrokontakten vorbelote- 
ter mikro-elektronischer Bauelemente (Chips), die zusam- 
men mit einem Niederhalter mittels eines Transportschlit- 
tens auf einen XY-Tisch befordert und dort gehalten werden. 
Das Wesen der Erfindung besteht darin, daB der Transport- 
schlitten des XY-Tisches mit einem in Z-Richtung einstellba- 
ren pneumatischen Greifer versehen ist, dessen zentralem 
Vakuum Absaugkanale fur den rahmenformigen Niederhal- 
ter zugeordnet sind, die unabhangig von dem zentralen 
Vakuumkanal arbeiten, so daB der Niederhalter zum Verio- 
ten der Chips vom Greifer abgesetzt werden kann und durch 
Magnetkraft zuverlassig sowie exakt in dieser Position 
. gehalten wird. 
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Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Laserlo- 
ten von Mikrokontakten vorbeloteter mikro-elektroni- 
scher Bauelemente (Chips), gemaB dem Gattungsbegriff 
des Anspruches 1. 

Eine solche Einrichtung ist durch die Druckschrift D. 
Friedrich, "SMT — die neue Bestiickungstechnik fur 
Flachbaugruppen", in "Siemens Components", 24, 1986, 
H. 6,Seiten211 bis 221 bekanntgeworden. 

Aus der Druckschrift EP 00 23 599 A2 ist es bekannt, 
einen Niederhalter fur Mikrokontakte mit Absaugkana- 
len zu versehen. Diese Ausfuhrungsform 1st jedoch nicht 
verwendbar, wenn der Greifer unabhangig vom Nieder- 
halter in Z-Richtung bewegbar sein soil. 

Aus der Druckschrift "IBM Techn. Disclosure Bulle- 
tin", Vol. 29, Nr. 7, 1986, Seiten 2951, 2952 ist es bekannt, 
einen Greifer mit schneidenformig zulaufenden Heiz- 
elementen zu versehen. 

Durch die Anmelderin — beispielsweise — sind sol- 
che Einrichtungen bekannt geworden, wobei auf die 
Druckschriften DE-OS 36 06 764 Al, DE-PS 37 01 013 
C2 und DE-OS 39 39 812 verwiesen wird. Mit diesen 
Einrichtungen konnen vorverzinnte Mikroelektronik- 
Bauelemente mit sehr diinnen, zahlreichen und parallel- 
liegenden Kontakten — sogenannten Leads — und in 
geringen Abstanden nach dem rationellen TAB-Ldtver- 
fahren (tape automated bonding) verbunden werden, 
wobei durch diese Art des Laserlotens von TAB-Kon- 
takten der Vorteil gegeben ist, daB die Lotkoordinaten 
mit den Positionierungsdaten iiber ein Programm 
sehnell ausgewechselt werden konnen und daher das 
Verfahren gegenuber den bisherigen Stempel-Lotver- 
fahren mit spezifischen Thermoden-Werkzeugen flexi- 
bel und ohne groBe Umriistzeiten eingesetzt werden. 
Alle diese bekannten Verfahren und Einrichtungen hier- 
zu weisen jedoch den Nachteil auf, daB sie fur Mikro- 
elektronikschaltungen zu grofi dimensioniert sind und 
zu viele spezielle Ausfiihrungsformen fur die verschie- 
denen BauelementengroBen erfordern. Die Thermoden- 
bzw. Thermokompressionstechnik erfordert konstante 
FlieBdriicke und -Temperaturen fur alle zunehmend 
zahlreicheren Anschliisse, die sich z. B. bei iiber 1 00 An- 
schl iissen (bis zu 1000 sind derzeit moglich) beim simul- 
tanen Stempelverfahren zu Bruchwerten addieren. 
Haufig oder kritisch sind ICeramikbruche. Das ther- 
misch und mechanisch schonende und bertihrungslose 
sehr vorteilhafte Laserlotverfahren setzt aber voraus, 
daB alle Anschliisse plan auf den Bondstellen liegen, was 
praktisch nicht immer der Fall ist. 

Es wurde versucht, laserlichtdurchlassige Glasscheib- 
chen, z. B. Mikroskop-Deckglaschen aufzulegen. was 
aber bei geringsten Verschmutzungen durch FluBmittel 
oder Lotverspratzungen sofort zu Lbtschwierigkeiten 
fiihrte. Es folgte das Auflegen und Beschweren der Mi- 
krokontakte mit Metallrahmen, die aber wiederum so 
planar sein mussen, daB alle Anschliisse anliegen. Bei 
den Lotzinnschichten von 10 ±5 urn muBte die Genau- 
igkeitdann bei < 5 urn liegen.". 

Es ist daher die AufgaBe der*Erfindung, eine Vorrich- 
tung bzw. ein Verfahren zu schaffen. die es beim Laser- 
lbten von Mikrokontakten mit diinnen Lotschichten er- 
moglichen, alle Bond-Kontakte so an die Leiterbahnen 
zu schmiegeh, daB ein Verschmelzen im Laserstrahl er- 
folgt, Kontaktverformungen ausgeglichen werden, na- 
hezu druckfrei gebondet wird und keine IC- oder bau- 
teilspezifischen, dimensionsgenauen Vorrichtungen er- 
forderlich werden. 



Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 aufge- 
zeigten MaBnahmen gelost. Es ergeben sich leicht ma- 
schinell austauschbare, fiir verschiedene AnschluBlan- 
gen passende, pneumatisch oder magnetisch anschmieg- 
5 bareTeile. 

In den Unteranspruchen sind Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen angegeben und in der nachfolgenden 
Beschreibung ist ein Ausfuhrungsbeispiel erlautert und 
in den Figuren der Zeichnung skizziert. Es zeigen: 

10 Fig. 1 ein Schemabild des Greifers mit dem Nieder- 
halter in Arbeitsposition, 

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des Greifers 
mit den Vakuumkanalen in Chip-Positionierstellung in 
schematischer Darstellung, 

is Fig. 3 eine perspektivische Darstellung des mit einer 
Vielzahl von Kontakten zu verlotenden Chips mit Nie- 
derhalter und Vakuumkanalen, 

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer Nieder- 
halterhalfte rnit polpaariger Anordnung der Stabma- 

20 gnet'eund 

Fig. 5 schematisch eine Ubersicht iiber eine erfin- 
dungsgemaBe Loteinrichtung. 

Die Fig. 1 und 2 skizzieren ein Ausfuhrungsbeispiel 
der genannten Einrichtung zum Laserloten von Mikro- 

25 kontakten vorbeloteter mikroelektronischer Chips 12. 
Hierbei ist dem Transportschlitten 101 ein in Z-Rich- 
tung einstellbarer pneumatischer Greifer 10 zugeord- 
net. Dieser Greifer weist einen zentralen Vakuumkanal 
1 1 fiir die Entnahme des Chips 12 aus dem Magazin der 

30 TAB-Grundanlage mittels der pneumatischen Greifer/ 
Niederhalterkombination 10, 14, ferner fur den Chip- 
transport zur Ablageposition auf dem Substrat 12a und 
letztlich fur die Verlotung auf. Diesem Vakuumkanal 1 1, 
der als Zentralkanal angesehen werden kann, sind zwei 

35 sogenannte Absaugkanale 13a und 13b fiir den rahmen- 
artigen Niederhalter 14 zugeordnet, wobei jedoch diese 
Kanale 13a, 13b von dem Zentralkanal 11 unabhangig 
arbeiten konnen. 

Der Chip 12 in dem Magazin 120 der TAB-Grundan- 

40 lage wird also von dem Greifer 10 angefahren, der Nie- 
derhalter 14 desselben fahrt auf dem Chip 12, wird zu 
diesem exakt positioniert, ergreift ihn und saugt ihn aus 
dem Magazin, transportiert ihn zum Mikrobauelement 
bzw. dessen Substrat 12a und positioniert ihn dort mit 

45 Hilfe des Visionssystems der Grundanlage oder visuell 
mit Hilfe eines Mikroskops und einer Drehyorrichtung, 
worauf dann mittels des Niederhalters 14 der Chip 12 
abgelegt, fixiert und dann'verlotet wird. Vorher jedoch 
wird der Vakuumkanal 11 beliiftet und der Greifer 10 

50 ohne den Niederhalter 14 hochgefahren. 

Der Niederhalter verbleibt auf dem Chip, so daB die- 
ser sicher auf dem Substrat in der Lotposiiion gehalten 
wird. Der Niederhalter muB also vom'Transportwagen 
- abgekoppelt werden, wenn dieser wie iiblich an der An- 

55 lage befestigt ist, der XY-Tisch mit dem Chip aber von 
AnschluB zu AnschluB bewegt werden muB. Der Nie- 
derhalter darf sich aber nach dem Abkoppeln bei den 
Bewegungen und Vibrationen des XY-Tisches nicht 
verschieben. Ein Beschwerer reic ht bej. diinnen Blech- 

60 rahmen nicht aus. Daher ist ein Ielchtes Anschmiegen 
des Blechrahmens pneumatisch oder magnetisch mog- 
lich. Um ein konstantes bzw. homogenes magnetisches 
Feld zu erstellen, mussen die Magnetnadeln entspre- 
chend symmetrisch im Rahmen angeordnet oder in be- 

65 vorzugter Ausfuhrungsform eine Magnetfolie verwen- 
det werden, die auf den XY-Tisch aufgezogen wird. 

Die Magnetfolie kann aber auch bei Kreditkarten- 
IC's oder Taschenrechner-IC's, d. h., wenn nur ein Bau- 
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teil auf eine groBe Flache aufgebracht wird, direkt auf 
den Film gezogen werden. Bei Dia-IC-K.assetten, die bei 
teuren ASICS mehr und mehr gebrauchlich werden, laBt 
sich der Magnetfilm (oder die Magnete) im Rahmen 
integrieren. 5 

Das Laserloten der in Fig. 3 veranschaulichten vielen 
Kontaktanschlusse 17 erfolgt, indem diese Anschliisse 
17 mit Hilfe des PC-programmierteri XY-Tisehes die 
Position des Laserfokus durchfahren. Nach der Verlo- 
tung wird der Greifer 10 wieder auf den verloteten Chip 10 
bzw. den Niederhalter 14 gefahren, dieser rahmenformi- 
ge Niederhalter 14 angesogen und vom Chip abgeho- 
ben. Hier muB angefiihrt werden, daB die Haftung des 
vielfach verloteten Chips so gut ist, daB auch eine Mit- 
ansaugung des Chips und die Beluftung der zwei Vaku- 15 
umkanale 13a und 13b — Vakuumkanal 11 wird jetzt 
abgeschaltet — diesen in seiner fixierten Position nicht 
mehr beeinflufit oder gar beschadigt. Ist dies vollzogen, 
so fahrt die Greifer/Niederhalter/Transportschlitten- 
Einheit zur Fortsetzung bzw. zur Wiederholung des Ar- 20 
beitsganges in die Magazinierposition fur die Entnahme 
eines neuen Chips 12. 

Als vorteilhaft in bezug auf die Raiimaufteilung der 
Greiferkonzeption und die exakte Niederhaltung hat 
sich gezeigt, wenn die' Absaugkanale 13a, 13b fur den 25 
Niederhalter 14 in einer Diagonalen des Flachenquer- 
schnitts des Chips 12 in den Greifer 10 und gegebenen- 
falls in den Rahmen des Niederhalters 14 gebohrt sind. 

In einem Ausfiihrungsbeispiel ist vorgesehen, daB der 
rahmenformige Niederhalter 14 aus magnetischem 30 
Stahl gefertigtund mit je einerh Ansaugstutzen 15a, 15b 
fur die Absaugkanale 13a, 13b versehen ist. Wie bereits 
erwahnt, arbeiten diese Absaugkanale unabhangig von 
dem zentralen Kanal 11, konnen aber auch gleichzeitig 
miteinander eingesetzt werden. .35 

Weiterhin ist vorgesehen, wie in Fig. 4 veranschau- 
licht, daB der Niederhalter 14 mit einer sogenannten 
"Schneidkante" 14a versehen ist, die entsprechend den 
tiber 15 um groBen, zumeist 50 bis 250 u.m groBen Chip- 
kontakten 17 klein dimensioniert ist, um die Vielzahl 40 
dieser Kontakte exakt zur Verlotung niederzuhalten, so 
daB die zugehorigen Leiterbahnen des Substrats 12a 
kontaktiert werden und eine Lotung im Laserstrahl ein- 
wandfrei erfolgt. 

Eine weitere MaBnahme erweist sich als vorteilhaft, 45 
und zwar die Zuordnung einer aus Kunststoff mit Ma- 
gnetpulverfiillung gefertigten Magnetfolie 16, die den 
XY-Tisch 100 zumindest im Bereich der Bestuckungs- 
positionierung und Laserlotung abdeckt und dem ma- 
gnetischen Stahlrahmen des Niederhalters 14 zugeord- 50 
net ist. An den Schneiden des Rahmens konnen auch 
vier polpaarig angeordnete Stabmagnete angebracht 
sein. 

Fig. 5 zeigt schematisch eine Ubersicht uber eine er- 
findungsgemaBe Loteinrichtung mit einer Magnetfolie. 55 
Dabei ist mit 100 der XY-Tisch bezeichnet, mit 101 der 
Transportschlitten, auf dem der Greifer 10 mit dem da- 
von abkoppelbaren Niederhalter 14 gelagert ist, sowie 
mit 16 die Magnetfolie. Ferner ist mit 110 das Wechsel- 
magazin fur den Niederhalter 14 und mit 120 das Bau- 60 
teilmagazin angedeutet. 

Der Vorteil der MaBnahmen gemaB der Erfindung ist, 
daB der Niederhalter 14 nach dem Absetzen auf dem 
Substrat 12a durch die Magnetkraft zuverlassig in die- 
ser Position bis zum Ende der Verlotung des Chips ge- 65 
halten wird und exakt positioniert bleibt und das Blech 
sich geringsten Dimensionsunterschieden der Leiter- 
bahnen/Lotkontakte anpaBt. 



Patentanspruche 

1. Einrichtung zum Laserloten von Mikrokontakten 
vorbeloteter mikroelektronischer Bauelemente 
(Chips), die ein in Z-Richtung verstellbarer pneu- 
matischer Greifer halt, befordert und positioniert, 
der hierfur einen zentralen Vakuumkanal aufweist 
und der an einem Transportschlitten angeordnet 
ist, der sich relativ zu einer Leiterplatte in der XY- 
Ebene bewegen laBt, dadurch gekennzeichnet, 
daB dem uber einen X-Y-Tisch (100) zur Aufnahme 
der Leiterplatte angeordneten Greifer (10) ein rah- 
menfbrmiger Niederhalter (14) fiir die Mikrokon- 
takte vorbeloteter mikroelektronischer Bauele- 
mente (12) und wenigsten ein Absaugkanal (13a, 
13b) fiir diesen Niederhalter (14) zugeordnet ist, 
wobei der Absaugkanal (13a, 13b) mit jeweils einer 
Bohrung mit diesem Niederhalter (14) zusammen- 
wirkt und unabhangig von dem zentralen Vakuum- 
kanal (1 1) arbeitet und der Greifer (10) unabhangig 
von diesem Niederhalter in Z-Richtung bewegbar 
ist. 

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der oder die Absaugkanale (13a, 13b) 
im Greifer (10) verlaufen. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der rahmenformige Nieder- 
halter (14) aus magnetischem Stahl gefertigt ist und 
je Absaugkanal (13a, 13b) mit einem Ansaugstutzen 
(15a, 15b) versehen ist. 

4. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB dem Niederhalter 
(14) eine aus Kunststoff mit Magnetpulverfullung 
gefertigte Magnetfolie (16) zugeordnet ist, die den 
XY-Tisch (100) im Bereich der Bestiickung und La- 
serlotung abdeckt. . 

5. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Niederhalter (14) 
an seiner den zu verlotenden Kontakten (17) zuge- 
ordneten Flache "schneidenformig" ausgebildet ist. 

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an den "Schneiden" (14a) vier entspre- 
chend dimensionierte Stabmagnete (18) polpaarig 
angeordnet sind. 



Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer:" 
Int. CI. B : 

Veroffentlichungstag: 



D E 41 OS 874 C1 
B 23 K 28/00 

30.Juli1992 





208 131/301 



:HNUNGEN SEITE 3 ^ NummerrW OE 41 OS 874 CI 

Int. CI. 5 : B23K 26/00 

Veroffentlichungstag: 30. JulM992 




208 131/301 



